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　次に、図３（ａ）に示す工程では、絶縁層１１の一方の面１１ａに、配線層１４を被覆
するように絶縁層１５を形成する。絶縁層１５の材料としては、例えば、フェノール系樹
脂やポリイミド系樹脂等を主成分とする絶縁性の感光性樹脂を用いることができる。絶縁
層１５の厚さは、例えば５～１０μｍ程度とすることができる。絶縁層１５は、シリカや
アルミナ等のフィラーを含有しても構わない。絶縁層１５の材料として、液状又はペース
ト状の樹脂を用いた場合には、配線層１４を被覆するように絶縁層１１の一方の面１１ａ
に液状又はペースト状の樹脂をスピンコート法等により塗布する。絶縁層１５の材料とし
て、フィルム状の樹脂を用いた場合には、配線層１４を被覆するように絶縁層１１の一方
の面１１ａにフィルム状の樹脂をラミネートする。
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